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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ORDRE MODULAIRE
POUR LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES MECANIQUES POUR
LES INFRASTRUCTURES ELECTRONIQUES

PREAMBULE

omités d’Etudes ol sont

1) Les décisions ou accords officiels de la CE I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des
¢ possible un accord

représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mes
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme teléy

>{apport de vote
N

48D(BC)16

Wus donne toute information sur le vote ayant abouti a
t citees a présente norme:

bulgire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 581: Composants électromé-

aniques pour équipements électroniques.
mensions pour appareils de mesure électriques indicateurs et enregistreurs de
ableau.
: Feuilles de normes pour un systéme modulaire (pour appareils d’installation pour utilisa-

tion dans les installations domestiques et similaires).
: Dimensions des surfaces et des ajourages 4 prévoir pour les appareils de mesure et de

commande montés en tableaux ou en tiroirs dans les processus industriels.

916 (1988): Structures mécaniques pour équipement électronique. Terminologie.

Guide 103 (1980): Guide pour la coordination dimensionnelle.

Le rapport de yoteindi
PPapprobation de

Autres publications citées :
Normes ISO 31/1 (1978): Grandeurs et unités d’espace et de temps.

1000  (1981): Unités SI et recommandations pour I'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités.

1006  (1983): Construction immobiliére — coordination modulaire — Module de base.

1040 (1983): Construction immobiliére — Coordination modulaire — Muitimodules pour dimensions de coor-
dination horizontale.

3827/1 (1977): Construction navale — Coordination dimensionnelle pour 'ameublement des navires — Partie I:
Principes de la coordination dimensionnelle.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MODULAR ORDER
FOR THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL STRUCTURES FOR
ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees-o
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an inte
on the subjects dealt with.

which all the National
ational'sonsensus of opinion

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by tha National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees'shouldadopt the text of

ical Structures for Electronic
ogmponents for Electronic

This standard has been prepared by IEC Sub-C ¢ 48D 7 Mecha
Equipment, of [EC Technical Committ
Equipment.

The text of this standard is based upon/the follo

@N '
(\%( I\;o’ﬁths\R\% \5ep0rt on Voting *
&D(?QQ:S -) 48D(CO)16

Full informati t thénapprovat of this standard can be found in the Voting Report
indicated in the aboyé t

The following 1 E C publicg

Publications Nos.

isstartdard :
ternational Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 581 : Electromechanical com-
ponents for electronic equipment.

Dimensions for panel-mounted indicating and recording electrical measuring
instruments.

: Standard sheets for a modular system (for installation accessories for use in domestic
and similar installations).

668 (1980): Dimensions of panel areas and cut-outs for panel and rack-mounted industrial-process
measurement and control instruments.

916 (1988): Mechanical structures for electronic equipment. Terminology.
Guide 103 (1980): Guide on dimensional co-ordination.

Other publications quoted :
ISO Standards 31/1  (1978): Quantities and units of space and time.
1000  (1981): SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units.
1006  (1983): Building construction — Modular coordination — Basic module.

1040  (1983): Building construction — Modular coordination — Multimodules for horizontal coordinating
dimensions. -

3827/1 (1977): Shipbuilding — Coordination of dimensions in ships’ accommodation — Part I: Principles of
dimensional co-ordination.
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i ORDRE MODULAIRE
POUR LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES MECANIQUES
POUR LES INFRASTRUCTURES ELECTRONIQUES

1. Introduction

La tendance pour les composants électroniques et les circuits intégrés vers(une intégration crois-

alement exploités,
gaire que les infrastruc-

méthodes de fabrication et des systémes d’IAQ, ces 2
durant la planification, la conception, la fabrication ¢
tures répondent aux exigences ci-aprés (voir G

bétis, etc.,

® sont utj
Pespac

cpondent pas, dans la plupart des cas, 4 ces exigences ou n’y
acle principal provient de la nécessité fréquemment rencontrée

En ce qui concérne les infrastructures, une nette tendance aux dimensions métriques peut étre
observée dans les applications pratiques. Celles-ci se conforment a:

— J'utilisation des unités SI.

adoptées par presque toutes les nations du monde et sont nécessaires pour une normalisation
internationale.

Les dimensions données au paragraphe 6.3 de la présente norme ont été choisies dans le systéme I
du Guide 103 de la CEI en considérant d’autres documents sur la coordination dimensionnelle.

La norme est proposée pour une utilisation en conjonction avec de nouveaux développements;
elle n’a pas la prétention de modifier les infrastructures actuelles. L’introduction de ’ordre modu-
laire dans les nouvelles infrastructures pourrait se faire pas & pas comme le suggére I’annexe A.
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MODULAR ORDER
FOR THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL STRUCTURES FOR
ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES

1. Introduction

y The trend towards constantly increasing functional integration and eyer smaller volume and
'space requirements for electronic components and integrated circuits, gs{well a§ the advent of new
manufacturing methods, automatic manufacturing and testing eqmp ; ; %
Aided Engineering (CAE) systems, offer users con31derable techn ic advantages.

testing, it is necessary for equipment practices
IEC Guide 103):

® are used\
spacin

A major obstacle\a thefréquently encountered necessity, of using two systems of dimen-
sioning{inc sat are,not compatible with each other. The use of an interface between both
dime i Sents one way around this obstacle but not a satisfactory one. The
require

With regard to'equipment practices, a clear trend towards metric dimensions can be observed in
practical applications. This complies with.

— the use of SI units

as adopted by nearly all countries of the world, and as required for international standardiza-
tion.

The dimensions given in Sub-clause 6.3 of this standard have been taken from System I of IEC
. Guide 103 in consideration with other documents on dimensional co-ordination.

The standard is proposed for use in conjunction with new developments. It does not purport to
change existing equipment practices. The introduction of the modular order for new equipment
practices could take place in steps along the lines suggested in Appendix A.
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2. Domaine d’application

La présente norme est applicable aux nouvelles infrastructures. L’ordre modulaire s’applique aux
principales dimensions des structures des équipements électroniques montés dans diverses instal-
lations ou des interfaces dimensionnelles sont & considérer.

Elle fixe les paramétres fondamentaux de conception; elle n’est pas prévue pour déterminer les
tolérances ou les jeux pour la fabrication.

Le mot «nouveau» dans ce contexte s’applique a tout développement nouveau accepté par le
fabricant et I'utilisateur. Cette norme n’a pas pour but d’apporter une modification quelconque des
infrastructures actuellement en place.

3. Objet

La présente norme a pour objet de définir un ordre modulaire pour lg
équipements électroniques et d’aboutir 4 une compatibilité dimensid
ques avec des techniques adjacentes, par exemple cartes impripiée
mesure, meubles, piéces d’'un immeuble, immeubles, etc.

4, Termes et définitions

La terminologie utilisée dans cette
tion 50 (581) de la CEI

Infrastructure:

Ordre mod@a:

Grille modulaire:

Pas multiples Miltiple entier du pas de base.

Pas de montage: » Pas utilisé pour ’arrangement des piéces individuelles ou des ensembles dans

un espace donné.

Dimension Dimension de référence utilisée pour la coordination des interfaces mécani-
de coordination: ques. Ce n’est pas une dimension de fabrication assortie d’une tolérance.

5. Principes fondamentaux

La base de I’ordre modulaire est I'unité de base S.1. de longueur, le métre selon I'ISO 1000 et selon
I'ISO 31/1.

Pour la compatibilité avec d’autres ordres modulaires, se rapporter par exemple aux: Publica-
tions CEI 473, 629 et 668. Normes ISO 1006, 1040 et 3827/1.
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